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CARTA DE AGRADECIMIENTO A LOS REVISORES

El proceso de revision de un articulo cientifico es una tarea costosa en tiempo y dedicacién, pero que sirve de gran ayuda,
tanto a los autores como a los editores encargados, para perfeccionar y mejorar el articulo que finalmente se publica. Durante

el afo 2018, un total de 29 revisores fueron invitados por el comité editorial y 23 (79,3 %) de estos revisores finalmente
aceptaron el encargo de realizar la revisién critica de algun articulo. Del total de los 27 articulos recibidos durante 2018 para
su publicacién en Revista Espafiola de Podologia, 15 han sido aceptados, 5 han sido rechazados y 6 contintian todavia con el
proceso editorial de revisién y publicacién. El tiempo medio utilizado por los revisores para la revision critica de los manuscritos
ha sido de 30,3 dias.

Sirva esta nota de agradecimiento para todas aquellos que desinteresadamente han ayudado con su tiempo y esfuerzo como
revisores de los manuscritos enviados para publicar en Revista Espafiola de Podologia durante el afio 2018.
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